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2011 年 4 月 7 日 
三菱電機株式会社 

 
ハイブリッド車・電気自動車用として高い信頼性を確保 

自動車用パワー半導体モジュール「J シリーズ T-PM」発売 
 
三菱電機株式会社は、ハイブリッド車や電気自動車用モーターの駆動に用いる自動車用パワー

半導体モジュールの新製品として、パワー半導体チップに端子を直付けする独自の内部配線構造

により、製品寿命を延ばして高い信頼性を確保した「J シリーズ T-PM※1」を 4 月 8 日に発売し

ます。 
※1 Transfer molded -Power Module：トランスファーモールド型パワー半導体モジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新製品の特長  

1．独自の DLB 構造により高い信頼性を確保 
・トランスファーモールド構造※2と当社独自の DLB 構造※3を採用 

・産業用比約 30 倍のパワーサイクル寿命※4と温度サイクル寿命※5により高い信頼性を確保 
・DLB 構造により、配線抵抗と配線インダクタンスを低減 
※2 加熱加圧した樹脂を閉鎖された金型に注入して成形する方法。一度に複数の成形が可能で、量産性と信

頼性に優れる。 
※3 Direct Lead Bonding：パワー半導体チップに主端子を直接はんだで接合する内部配線構造 
※4 チップに通電することで、温度を 50℃から 100℃の間で急激に変化させる繰り返し動作試験での寿命 
※5 チップに通電せず、温度を－40℃から 125℃の間で変化させる繰り返し動作試験での寿命 

 
2．完全鉛フリー化 
・端子を含め完全鉛フリー化 

 
3．自動車用途に対応 
・最大定格 300A／600V の CSTBTTM※6を 2 素子搭載した 2in1 
・自動車用途に対応した品質と製品寿命を確保 
・モジュールの素材から部品、生産履歴に至るまでトレーサビリティー管理を実施 
※6 Carrier Stored Trench-Gate Bipolar Transistor：キャリア蓄積効果を利用した当社独自の IGBT 

 
 発売の概要  

製品名 形名 概要 サンプル価格 
（税抜き） 発売日 

J シリーズ T-PM CT300DJH060 300A/600V 
2in1 20,000 円 4 月 8 日 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 電話 03-3218-2333 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 

「CT300DJH060」 

アルミニウムワイヤ 

パワー半導体チップ 

主端子 

モールド樹脂 制御端子

T-PM 内部構造 
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 発売の狙い  

近年の地球環境保護意識の高まりを受けて、ハイブリッド車や電気自動車などの市場が拡大し

ています。自動車には高い安全性が要求されるため、自動車のモーター駆動に用いるパワー半導

体モジュールには、一般産業用途以上の信頼性が求められます。当社は業界に先駆けて 2004 年

に、硬質樹脂でパワー半導体チップを封止するトランスファーモールド技術を用いて高信頼性か

つ鉛フリーの自動車用パワー半導体モジュールを製品化しました。 
今回、独自の内部配線構造により、高い信頼性を確保した自動車用パワー半導体モジュール「J

シリーズ T-PM」を発売します。 
 
 DLB 構造について  

従来はパワー半導体チップと主端子の間をアルミニウムワイヤで接続していましたが、DLB 構

造では主端子を延長させて直接パワー半導体チップとはんだ接合します。この DLB 構造により、

高い信頼性を確保しました。また、モジュール内部の配線抵抗と配線インダクタンスを低減して

おり、モジュールの損失も減少します。 
 
 主な仕様  

最大定格電圧 600V ／ 最大定格電流 300A ／ 2in1 パッケージ 
飽和電圧 Typ 1.6V(IC=300A,Tj=25℃,VGE=15V) 
※評価用に、IGBT 駆動、保護回路を搭載した評価用ボード、DC-Link キャパシタ(平滑コンデン

サ)を用意しています。 
 
 
 製作担当工場  

三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 
〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東一丁目 1 番 1 号 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社 半導体・デバイス第一事業部 パワーデバイス営業部 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 
TEL 03-3218-3239 FAX 03-3218-2723 
URL http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors 
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